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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestelit 
@ Kontaktlose Chipkarte 

© Eine kontaktlose Chipkarte enthalt neben einem Chipmo- 
dul (2) eine Induktionsspule (3) zur Datenubertragung. Zur 
elektrischen Verbindung dieser beiden Bestandteile dient ein 
Leadframe (1). Die Kontaktierung zwischen Leadframe (1) 
und Induktionsspule (3) wird im Gegensatz zu Losungen des 
Standes der Technik wesentlich vereinfacht. Im Bereich von 
Spulenpads (7) warden Durehbruche (5) durch Spulenpads 
(7) und Tragerfolie (8) einge^racfitTciurch die die Leadframe- 
kontakte (4) von der Gegenseite hindurchgefuhrt und ober- 
seitig verschweiBt sind. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft eine kontaktlose Chipkarte in- 
nerhalb der zwischen einem Chipmodul uber ein Lead- 
frame eine Verbindung zu einer Induktionsspule, die als 
Antenne dient, vorliegen muB. Beide zu verbindenden 
Einheiten weisen entsprechende Kontakte oder Pads 
auf und liegen auf verschiedenen Seiten einer Tragerfo- 
iie. Die Induktionsspule ist ublicherweise atztechnisch 
aus einer auf der Tragerfoiie der Chipkarte aufgebrach- 
ten Kupf erschicht dargestellt 

Innerhalb einer Chipkarte ist ein Chipmodul mit ei- 
nem Leadframe verbunden. Auf der gleichen Seite wie 
das Chipmodul befindet sich auf dem Leadframe eine 
Tragerfoiie mit einem Fenster fur das Chipmodul. Auf 
der dem Leadframe gegeniiberliegenden Seite der Tra- 
gerfoiie ist eine strukturierte Kupferschicht vorgesehen, 
die in Form einer Induktionsspule ausgebildet ist Die 
notwendige Kontaktierung zwischen dem Leadframe 
und der Induktionsspule erfolgt bisher durch die Her- 
stellung einer Offnung in der Tragerfoiie in dem Bereich 
eines daruberliegenden Spulenpads (SpulenanschluB- 
fleck). So entsteht beispielsweise eine Art Sackbohrung 
in der Tragerfoiie. Diese Bohrung kann vor dem Aufla- 
minieren der Kupferfolie durch Stanzen der Tragerfoiie 
erzeugt werden oder nach dem Auflaminieren der Kup- 
ferfolie. Die Tragerfoiie kann beispielsweise gestanzt 
werden oder im zweiten genannten Fall gefrast werden. 
Die somit durch die Offnung in der Tragerfoiie partiell 
freigelegte Flache eines aus Kupfer bestehenden An- 
schluBpads der Induktionsspule kann daraufhin mit ei- 
nem AnschluBkontakt des Leadframes verbunden wer- 
den. Hierzu wird beispielsweise eine Thermokompres- 
sionsschweiBverbindungeingesetzt. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine ver- 
einfachte Konstruktion der Verbindung zwischen Lead- 
frame und Induktionsspule einer Chipkarte bereit zu- 
stellen, mit der die gegenseitige Positionierung und Ver- 
bindung vereinfacht und verbessert wird 

Die Losung dieser Aufgabe geschieht durch die 
Merkmale des Anspruchs 1. 

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daB eine 
aufwendige Konstruktion innerhalb einer Chipkarte fur 
die Bestandteile, wie Induktionsspule zur Obertragung 
von Informationen, Tragerfoiie und Leadframe wesent- 
lich vereinfacht werden kann, indem beide, die Trager- 
foiie und das Spulenpad der Induktionsspule eine Off- 
nung erhalten, an der entsprechende Leadframekontak- 
te hindurchfuhrbar sind. Dabei sind die Leadframekon- 
takte durch die entsprechenden gestanzten Durchbrii- 
che zur Seite der Induktionsspule hindurchgefadelt und 
auf dieser Seite mit einem AnschluBpad der Induktions- 
spule verbunden. 

Besondere Vorteile dieser Konstruktion resultieren 
daraus,daB die Lot- oder SchweiBverbindungen zwi- 
schen Leadframekontakt und AnschluBpad der Induk- 
tionsspule ledigiich die elektrische Verbindung sicher- 
zustellen hat. Die Aufgabe der Positionierung wird 
durch das Zusammenwirken der ausgestanzten Durch- 
bruche mit den Leadframekontakten dargestellt. 

Vorteilhafte Ausgestaltungen sind den Unteransprii- 
chen zu entnehmen, 

Im folgenden wird anhand von schematischen Figu- 
ren ein Ausfiihrungsbeispiel beschrieben. 

Fig. 1 zeigteinen Ausschnitt 10 aus einer Chipkarte, 

Fig. 2 zeigt eine Schnittdarstellung entsprechend 
Fig.l, 

Fig. 3 zeigt eine Schnittdarstellung entsprechend 



Fig. 1, 

Fig. 4 zeigt eine Schnittdarstellung entsprechend der 
Fig* 5, 

Fig. 5 zeigt einen Ausschnitt 10 aus einer Chipkarte 
5 mit einer modifizierten Anordnung der Spulenpads bzw. 
Leadf ramekontakte 4. 

In der Fig. 1 ist ein Ausschnitt 10 aus einer Chipkarte 
umrissen. Dabei ist angedeutet, daB die Chipkarte ein 
Chipmodul 2, eine Spule 3, die als Sende- oder Emp- 

io fangsantenne dient, eine Tragerfoiie 8 mit einem Chip- 
modulfenster 9 und Spulenpads 7 aufweist. Der ge- 
schlossene Kreis der Induktionsspule 3 fuhrt kreis- oder 
mehreckfSrmig urn das Chipmodul 2 herum. In den 
Fig. 1 und 5 ist ledigiich ein Ausschnitt aus den elek- 

15 trisch leitenden Bahnen der Spule 3 dargestellt Die Spu- 
lenpads 7 sind jeweils die AnschluBelemente fur die 
Kontaktierung mit dem Leadframe 1. Das Leadframe 1 
ist in entsprechender Weise mit dem Chipmodul 2 ver- 
bunden. In den Bereichen, in dem eine elektrisch leiten- 

20 de und mechanisch tragende Verbindung zwischen dem 
Leadframe 1 bzw. Leadframekontakten 4 und der In- 
duktionsspule 3 bzw. Spulenpads 7 vorliegen soli, wer- 
den erfindungsgemSB Durchbruche 5 eingebracht Die- 
se Durchbruche 5 gehen sowohl durch die Spulenpads 7 

25 als auch durch die Tragerfoiie 8 hindurch. Somit kdnnen 
Leadframekontakte 4 von unten durch die Durchbruche 
hindurchgefuhrt werden und an der Oberseite der Spu- 
lenpads 7 mittels eines SchweiBpunktes 6 mit diesen 
verbunden werden. 

30 In der Fig. 2 wird entsprechend dem Schnitt II-II ent- 
sprechend Fig. 1 eine Schnittdarstellung wieder gege- 
ben. In dieser Darsteilung ist im wesentlichen auf das 
Chipmodulfensters 9 zu achten, welches gleichzeitig mit 
den Durchbriichen 5 mittels eines Stanzverfahrens her- 

35 stellbar ist. Die Durchbruche 5 in der Tragerfoiie 8 fur 
die Leadframekontakte 4 werden in diesem Fall nach 
dem Atzen der Spule gestanzt Hierdurch entfallt bei 
der Hersteilung der Spule (Atzung) die Abdeckung der 
bisher ublichen unterseitigen Freilegung (Sackbohrung) 

40 der Kupferfolie, die durch partielles Entfernen der Tra- 
gerfoiie 8 nach dem Stand der Technik angefertigt wur- 
den. Weiterhin entfallt das sog. Strippen. Die Verbin- 
dung der Leadframekontakte 4 mit den Spulenpads 7 
erfolgt dadurch, daB die Leadframekontakte 4 bei der 

45 Montage entsprechend gebogen werden, durch die Boh- 
rungen hindurchgesteckt werden und durch geeignetes 
Werkezeug auf die Kontaktpads 4 gedriickt und ver- 
schweiBt werden. Die Spulenkontakte 4 kdnnen die Po- 
sition wie bei der bisherigen Losung nach dem Stand der 

so Technik beibehalten oder sie konnen symmetrisch zum 
Modulfenster 9 angeordnet sein. Die Vorteile der bei- 
den Varianten sind neben der Kosteneinsparung die ein- 
fache Positionierung der Leadframes bzw. des Moduls 
uber den Durchbruchen und die formschlussige Verbin- 

55 dung von Tragerfoiie 8 und Leadframe 1 (gebogene 
Leadframekontakte). Die SchweiBung stellt im Gegen- 
satz zur bisherigen Losung nur die elektrische Verbin- 
dung sicher und die mechanische Verbindung bzw. die 
Positionierung geschieht durch das Zusammenwirken 

60 zwischen Durchbruch 5 und Leadframekontakt 4. Die 
Verbindung kann vorzugsweise durch eine Thermo- 
kompressionsschweiBung oder mittels Ultraschall er- 
zeugt sein. Notwendig ist eine Anderung des Leadfra- 
mes 1, damit die Kontakte in der skizzierten Form gebo- 

65 gen werden konnen. 

Fig, 3 zeigt die prinzipielle Lage einer mittig liegen- 
den Tragerfoiie 8 mit hindurchgefadelten Leadframe- 
kontakten 4 und Spulenpads 7. 
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Die Fig. 4 und 5 zeigen die Variante, bei der die Ver- 
bindungen zwischen Spulenpad 7 und Leadframekon- 
takt 4 symmetrisch zum Chipmodulfenster 9 angeordnet 
sind. 

5 

Patentanspriiche 

1. Kontaktlose Chipkarte mit einem Leadframe (1), 
einem darauf befestigten und kontaktierten Chip- 
modul (2), einer Tragerfolie (8) und einer darauf io 
ausgebildeten Induktionsspule (3) zur Datenuber- 
tragung, wobei die Spule (3) uber Spulenpads (7) 
mit Leadframekontakten (4) mit dem Leadframe (1) 
und dem Chipmodul (2) elektrisch verbunden ist 
und die Verbindung zwischen Leadframekontakten 15 
(4) und den auf der gegenQberliegenden Seite der 
Tragerfolie (8) befindlichen Spulenpads (7) jeweils 
mittels eines Durchbruches (5) in der Tragerfolie (8) 
und den Spulenpads (7) mit zur Spulenpadseite hin- 
durchgesteckten Leadframekontakten (4) und mit 20 
einer diese verbindenden SchweiBung oder Lotting 
ausgefuhrt ist 

2. Kontaktlose Chipkarte nach Anspruch 1, worin 
die Kontaktpads (7) reiativ zu einem Chipmodul- 
fenster (9) in der Tragerfolie (8) jeweils gegenQber- 25 

liegend angeordnet sind. 

3. Kontaktlose Chipkarte nach einem der vorherge- 
henden Anspniche worin die Induktionsspule (3) 
aus einem strukturierten Kupferlaminat besteht 

4. Kontaktlose Chipkarte nach einem der vorherge- 30 
henden Anspniche worin eine pafigenaue Ausfuh- 
rung der Leadframekontakte (4) und der Durchbrii- 
che (5) eine relative Positionierung und gegenseiti- 
ge mechanische Halterung zwischen der Tragerfo- 
lie (8) mit der Induktionsspule (3) einerseits und 35 
dem Leadframe (1) mit dem Chipmodul (2) anderer- 
seits ermoglicht 
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